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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査体の電極に電気的に接触させて上記被検査体の電気的特性検査を行う際に用いら
れるプローブカードのプローブを研磨する方法において、上記プローブを研磨する際に、
四角錐形状の凸部が縦横に配列して形成され且つ隣接する凸部が底辺の一つを共有するよ
うに形成された研磨面を有する研磨部材と上記プローブとを相対的に移動させて上記プロ
ーブの先端面を上記研磨面で研磨し、上記プローブの先端面に上記凸部と実質的に同一形
態の突起部を複数形成することを特徴とするプローブの研磨方法。
【請求項２】
　上記研磨部材の上記研磨面と上記プローブの先端面とを圧接させる工程と、上記研磨部
材と上記プローブとを圧接した状態で相対的に一方向へ移動させて上記複数の凸部により
複数筋の溝部を上記プローブの先端面に形成する工程と、上記研磨部材と上記プローブの
先端面とを圧接した状態で相対的に互いに上記一方向とは直交する方向へ移動させて上記
複数の凸部により上記複数の溝間の筋状の突起部それぞれに複数筋の溝部を形成して残余
の部分で上記凸部と実質的に同一形態の複数の四角錐状の突起部を形成する工程と、を備
えたことを特徴とする請求項１に記載のプローブの研磨方法。
【請求項３】
　複数のプローブを有するプローブカードと、上記プローブカードの複数のプローブを研
磨する研磨部材と、を備え、上記複数のプローブと被検査体とを電気的に接触させて上記
被検査体の電気的特性検査を行うプローブ装置において、上記研磨部材は、ダイヤモンド
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素材または超硬合金からなり、上記研磨部材の研磨面が縦横に配列して形成された複数の
四角錐形状の凸部からなり且つ隣接する凸部が底辺の一つを共有して形成されており、上
記プローブは、上記研磨部材を用いる請求項１または請求項２に記載の研磨方法によって
研磨して上記プローブの先端面の形態が上記凸部と実質的に同一形態として更新可能形成
されてなる複数の四角錐形状の突起部を上記先端面に有し、且つ、隣接する上記突起部は
底辺の一つを共有することを特徴とするプローブ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検査体の電気的特性検査を行う際に使用するプローブカードのプローブを
研磨する研磨方法に関し、更に詳しくは、被検査体との電気的接触が向上するプローブ先
端面を得ることができるプローブの研磨方法及びプローブ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プローブ装置は、通常、被検査体（例えば、ウエハ）を搬送するローダ室と、ローダ室
に隣接し且つローダ室から受け取ったウエハの電気的特性検査を行うプローバ室と、を備
えて構成されている。プローバ室にはウエハを載置する載置台がＸ、Ｙ、Ｚ及びθ方向に
移動可能に配設され、また、載置台の上方にはウエハの電気的特性検査を行うプローブカ
ードが配置されている。そして、載置台がＸ、Ｙ、Ｚ及びθ方向に移動して、ウエハの複
数のデバイスにそれぞれ形成された複数の電極パッドとプローブカードの複数のプローブ
とが電気的に接触して、ウエハの各デバイスについて電気的特性検査を行う。
【０００３】
　而して、電極パッドとプローブとを電気的に接触させるためには、載置台上のウエハの
電極パッドとプローブとが接触した後、所定の距離だけ載置台がオーバードライブする。
オーバードライブにより、図６に矢印で示すようにプローブ１の先端が電極パッドＰ上を
移動する間に酸化膜Ｏを削り取ってプローブ１と電極パッドＰの金属導体とを電気的に接
触させて導通を取る。
【０００４】
　しかしながら、プローブ１の先端面が図６に示すように滑らかな曲面として形成されて
いる場合には、プローブ１と電極パッドＰとの導通を取ってもプローブ１の先端面が滑ら
かなため、プローブ１の電極パッドＰとの接触角により接触抵抗が安定しない。そのため
、先端面を梨地処理したプローブが用いられる。梨地処理したプローブは、微細な多数の
突起を介して比較的安定した接触抵抗を得ることができる。
【０００５】
　梨地処理の有無にかかわらずプローブの先端面には、検査を繰り返す間に電極パッドＰ
から削り取られた金属酸化物の削り屑が付着する。この削り屑は、プローブ１の先端面と
電極パッドＰとの摩擦熱によりプローブ１の先端面に溶着して電極パッドＰとの間の接触
抵抗を増大させるため、従来から研磨部材を用いてプローブ１先端を研磨して付着物を除
去している。研磨部材としては、従来から種々のものが提案されている。
【０００６】
　例えば特許文献１では、導電性を有する母材に研磨材を付着させた研磨板が提案されて
いる。ところが、この研磨板ではプローブ先端が研磨されて先端面が平坦になって電極パ
ッドとの安定した接触を確保できなくなる。そこで、特許文献２では、複数回のクリーニ
ングを繰り返してもプローブの先端が研磨されず、プローブの長寿命化を図ることができ
るクリーニング部材が提案されている。このクリーニング部材は、シリコンゴム又はウレ
タンゴムからなる弾性を有する母材にアルミナ、シリコンカーバイド又はダイヤモンド粉
である微粉研磨材を混入し、全体としてウエハと同一形状、同一寸法に形成されたもので
ある。また、特許文献２のクリーニング部材と同種の研磨部材として、特許文献３、４に
記載された研磨部材がある。特許文献３に記載の研磨部材は、基材上に微粒子の研磨砥粒
層を配設した研磨層と、弾性及び緩衝性を有するクッション層とからなっている。特許文
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献４に記載の研磨部材は、プローブの先端が削れて細くなるのを防止する研磨部材として
、ベース板状に形成された第１の弾性部材と第１の弾性部材上に形成された第２の弾性部
材と、第２の弾性部材上に形成された硬質粒子とバインダ材料で構成された研磨層とで構
成されている。
【０００７】
　また、特許文献５では、ウエハに代えてウエハチャックに研磨板を載置し、研磨板の表
面に形成された溝の上縁にプローブを斜め方向から摺接させてプローブを研磨することに
よって、プローブから付着物を除去するクリーニング装置が提案されている。また、特許
文献６では超音波振動子を用いて針先を尖らせる研磨手段を備えた基板検査装置が提案さ
れている。
【０００８】
　また、特許文献７には、検査により磨耗した電極板の電極部の接続面に容易且つ確実に
所定の凹凸を形成する電極の回復処理方法に関する技術が記載されている。この技術では
、磨耗した電極板の電極部の接続面と凹凸表面を有する転写板とを圧接させ、この状態で
電極板と転写板を相対的に移動させて、接続面に所定の凹凸を形成する。
【０００９】
【特許文献１】実開平０７－０２６７７２
【特許文献２】特開平０７－２４４０７４
【特許文献３】特開平１０－３００７７７
【特許文献４】特開２００３－０６８８１０
【特許文献５】特開２０００－０１９２２６
【特許文献６】特開平０５－１２６８４９
【特許文献７】特開２００４－０５６０７８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、従来の特許文献２～４及び特許文献６に記載の研磨部材を用いればプロ
ーブ１先端の研磨を抑制しつつ付着物を除去することができるが、これらの場合でもプロ
ーブ１の先端は少なからず研磨されるため、例えば先端面が梨地処理されたプローブでも
その処理面が平滑になり、折角の梨地処理が無駄になり、安定した接触抵抗が得られなく
なる。また、これらの研磨部材で研磨されたプローブの先端は滑らかな面が形成されるた
め、上述したようにプローブと電極パッドとの接触抵抗が安定しない。また、特許文献５
に記載の研磨板ではプローブと溝の上縁との摺接部分の付着物を除去できるが、その他の
部位の付着物を十分に除去することが難しい。
【００１１】
　また、特許文献１の研磨板の場合には上述のように母材に分散した研磨部材でプローブ
の先端を研磨するため、表面の研磨状態を管理することができない。また、特許文献７の
転写板の場合にも特許文献１の場合と同様に転写板表面の凹凸が不規則に形成され、圧接
状態での電極板と転写板の相対移動によって形成される電極板の電極部の接続面の凹凸も
不規則でその転写状態を管理することができない。
【００１２】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、プローブの先端表面の研磨状態
を管理することができ、しかも研磨後にもプローブと被検査体との間に安定した導通を確
保することができるプローブの研磨方法を提供することを目的としている。また、本発明
は、プローブと被検査体との間で安定した導通を確保することができ、信頼性の高い検査
を行うことができるプローブ装置を併せて提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の請求項１に記載のプローブの研磨方法は、被検査体の電極に電気的に接触させ
て上記被検査体の電気的特性検査を行う際に用いられるプローブカードのプローブを研磨
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する方法において、上記プローブを研磨する際に、四角錐形状の凸部が縦横に配列して形
成され且つ隣接する凸部が底辺の一つを共有するように形成された研磨面を有する研磨部
材と上記プローブとを相対的に移動させて上記プローブの先端面を上記研磨面で研磨し、
上記プローブの先端面に上記凸部と実質的に同一形態の突起部を複数形成することを特徴
とするものである。
【００１８】
　また、本発明の請求項２に記載のプローブの研磨方法は、請求項１に記載の発明におい
て、上記研磨部材の上記研磨面と上記プローブの先端面とを圧接させる工程と、上記研磨
部材と上記プローブとを圧接した状態で相対的に一方向へ移動させて上記複数の凸部によ
り複数筋の溝部を上記プローブの先端面に形成する工程と、上記研磨部材と上記プローブ
の先端面とを圧接した状態で相対的に互いに上記一方向とは直交する方向へ移動させて上
記複数の凸部により上記複数の溝間の筋状の突起部それぞれに複数筋の溝部を形成して残
余の部分で上記凸部と実質的に同一形態の複数の四角錐状の突起部を形成する工程と、を
備えたことを特徴とするものである。
【００２１】
　また、本発明の請求項３に記載のプローブ装置は、複数のプローブを有するプローブカ
ードと、上記プローブカードの複数のプローブを研磨する研磨部材と、を備え、上記複数
のプローブと被検査体とを電気的に接触させて上記被検査体の電気的特性検査を行うプロ
ーブ装置において、上記研磨部材は、ダイヤモンド素材または超硬合金からなり、上記研
磨部材の研磨面が縦横に配列して形成された複数の四角錐形状の凸部からなり且つ隣接す
る凸部が底辺の一つを共有して形成されており、上記プローブは、上記研磨部材を用いる
請求項１または請求項２に記載の研磨方法によって研磨して上記プローブの先端面の形態
が上記凸部と実質的に同一形態として更新可能形成されてなる複数の四角錐形状の突起部
を上記先端面に有し、且つ、隣接する上記突起部は底辺の一つを共有することを特徴とす
るものである。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、プローブの先端表面の研磨状態を複数の四角錘形状の突起部が縦横に
配列した状態として管理することができ、しかも研磨後にもプローブ先端面に縦横に配列
して形成された複数の四角錘形状の突起部と被検査体との間に常に安定した導通を確保す
ることができるプローブの研磨方法を提供することができる。また、本発明によれば、本
発明に係る研磨部材を用いることによってプローブの先端表面の研磨状態を複数の四角錘
形状の突起部が縦横に配列した状態として管理することができ、プローブ先端面に縦横に
配列して形成された複数の四角錘形状の突起部と被検査体との間で常に安定した導通を確
保することができ、信頼性の高い検査を行うことができるプローブ装置を併せて提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図１～図５に示す実施形態に基づいて本発明を説明する。
【００２８】
　まず、本実施形態のプローブ装置について説明する。本実施形態のプローブ装置１０は
、例えば図１に示すように、被検査体であるウエハＷを載置しＸ、Ｙ、Ｚ及びθ方向に移
動可能な載置台１１と、この載置台１１の上方に配置されたプローブカード１２と、を備
え、制御装置の制御下で載置台１１上のウエハＷの電極パッド（図示せず）とプローブカ
ード１２の複数のプローブ１２１とのアライメントを行った後、複数のプローブ１２１と
ウエハの電極パッドとを電気的に接触させてウエハＷの電気的特性検査を行うように構成
されている。プローブ１２１と電極パッドのアライメントは、アライメント機構を介して
行われる。
【００２９】
　プローブカード１２は、ヘッドプレート１３の開口部に取り付けられている。アライメ
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ント機構は、図１に示すように、載置台１１の側方に取り付けられた第１カメラ１４と、
アライメントブリッジ（図示せず）に取り付けられた第２カメラ（図示せず）と、を備え
、第１カメラ１４によってプローブ１２１を撮像し、第２カメラによってウエハＷの電極
パッドを撮像し、それぞれの位置データに基づいてプローブ１２１と電極パッドのアライ
メントを行う。
【００３０】
　また、載置台１１の側方には研磨部材１５が配置されている。この研磨部材１５は、載
置台１１の側方に取り付けられた支持台１６上に固定されている。この支持台１５は、例
えば平面形状が略正方形状を呈し、昇降機構１６Ａを介して載置台１１の載置面のやや下
方とやや上方との間を昇降するようになっている。プローブ１２１を研磨する時には図１
に実線で示すように支持台１５が昇降機機構１６Ａを介して載置面のやや上方まで上昇し
、それ以外の時には同図に一点鎖線で示すように支持台１６は昇降機構１６Ａを介して載
置面のやや下方まで下降する。
【００３１】
　而して、研磨部材１５は、例えば図２の（ａ）、（ｂ）に示すように、基材である基板
１５Ａの一方の面（上面）が研磨面として形成されている。この研磨面には四角錐形状（
ピラミッド型）の凸部１５Ｂが縦横に複数配列して形成され、これらの凸部１５Ｂでプロ
ーブ１２１を研磨する。複数の凸部１５Ｂは、同図の（ｂ）からも明らかなように基板１
５Ａ上面に隙間なく詰めて形成されており、隣接するピラミッド型の凸部１５Ｂはそれぞ
れの底辺（溝部）の一つを共有するように形成されている。凸部１５Ｂは、例えば底辺の
長さが０．５～１．５μｍで頂点の溝部からの高さが０．３～１．０μｍの大きさに形成
されていることが好ましい。本実施形態では底辺の長さが１.０μｍで頂点の溝部からの
高さが０．５μｍに形成されている。この研磨部材１５は、プローブ１２１よりも硬い材
料によって形成され、プローブ１２１を研磨すると共に複数の凸部１５Ｂが切削刃として
機能するように形成されている。従って、研磨部材１５の材料は、プローブ１２１より硬
い材料であれば特に制限されない。このような材料としては、例えばダイヤモンド素材、
超硬合金（例えば、タングステンカーバイト）等が好ましく用いられる。
【００３２】
　研磨部材１５は、上述のように凸部１５Ｂが切削刃としての機能を有するため、例えば
図３の（ａ）に矢印で示すように移動して研磨面がプローブ先端に圧接された状態でプロ
ーブ１２１の先端面をＸ、Ｙ方向に研磨することにより、同図の（ｂ）に示すようにプロ
ーブ１２１の先端面に縦横に交差した溝部１２１Ａを形成し、残余の部分で複数の突起部
１２１Ｂを形成することができる。従って、研磨部材１５を用いてプローブ１２１の先端
面に図４に示すように複数の突起部１２１Ｂを設けことができる。そして、このプローブ
１２１を図５に示すように電極パッドＰに押圧するだけで複数の突起部１２１Ｂが電極パ
ッドＰの酸化膜Ｏを突き破って電極パッドＰの金属導体と直接接触し、プローブ１２１と
電極パッドＰとの導通を取ることができる。
【００３３】
　次に、本実施形態の研磨部材１５を用いてプローブ１２１を研磨する方法について図３
を参照しながら説明する。
【００３４】
　まず、アライメント機構を介して載置台１１に付設された研磨部材１５とプローブ１２
１とのアライメントを行った後、図３の（ａ）に示すように載置台１１が移動して研磨部
材１５がプローブ１２１の真下にくる。引き続き、同図に白抜きの矢印で示すように載置
台１１が上昇して研磨部材１５とプローブ１２１とが接触し、更に所定量だけオーバード
ライブして研磨部材１５とプローブ１２１の先端面とが圧接した状態で、載置台１１が例
えばＸ方向へ移動する。これにより、同図の（ｂ）に示すように研磨部材１５の複数の凸
部１５Ｂによって断面が三角形状の筋状の溝部１２１Ａがプローブ１２１の先端面に複数
筋に渡って形成される。その後、載置台１１が一旦下降した後、再度上昇し、オーバード
ライブして研磨部材１５とプローブ１２１の先端面が圧接した状態で、載置台１１がＹ方
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向へ移動する。これにより、研磨部材１５の複数の凸部１５Ｂによって先に形成された筋
状の溝部１２１Ａと直交する方向に溝部１２１Ａが形成される。そして、図４に示すよう
に互いに直交する溝部１２１Ａの間に残った部分に複数の四角錐状の突起部１２１Ｂが形
成される。
【００３５】
　プローブ１２１の先端面に形成された突起部１２１Ｂは、研磨部材１５の凸部１５Ｂと
実質的に同一形態に形成されている。つまり、研磨部材１５によってプローブ１２１の先
端面を研磨する度毎に、プローブ１２１の先端面に研磨部材１５の凸部１５Ｂと実質的に
同一形態の突起部１２１Ｂが複数転写された状態になる。これら複数の突起部１２１Ｂは
、図４に示すように、縦横に配列して形成され、隣接する突起部１２１Ｂは底辺（溝部１
２１Ａ）の一つを共有している。この突起部１２１Ｂは、上記凸部１５Ｂと同様に、例え
ば底辺の長さが０．５～１．５μｍで頂点の溝部１２１Ａからの高さが０．３～１．０μ
ｍの大きさになっている。本実施形態では底辺の長さが１.０μｍで頂点の溝部１２１Ａ
からの高さが０．５μｍに形成されている。
【００３６】
　次に、先端面に複数の突起部１２１Ｂを有するプローブ１２１を用いるウエハＷの検査
について図１、図５を参照しながら説明する。
【００３７】
　まず、載置台１１上にウエハＷを載置し、アライメント機構を介して載置台１１上のウ
エハＷの電極パッドとプローブカード１２の複数のプローブ１２１とのアライメントを行
った後、載置台１１をＸ、Ｙ方向へ移動させると、プローブカード１２の複数のプローブ
１２１の真下へウエハＷの所定の電極パッドが位置する。この状態で載置台１１が上昇し
、ウエハＷの電極パッドと複数のプローブ１２１が接触する。更に載置台１１がオーバー
ドライブして複数のプローブ１２１とそれぞれに対応する電極パッドとが圧接すると、各
プローブ１２１それぞれの複数の突起部１２１Ｂが図５に示すように電極パッドＰの酸化
膜Ｏを破って突き刺さる。
【００３８】
　電極パッドＰの酸化膜Ｏを突き破ったプローブ１２１の複数の突起部１２１Ｂは、それ
ぞれ図５に示すように電極パッドＰの金属導体と直接接触してプローブ１２１と電極パッ
ドＰとが導通する。複数の突起部１２１Ｂは、図４に示すようにプローブ１２１の先端面
全面に渡って形成されているため、金属導体との接触面積が大きく、安定した導通状態を
確保することができプローブ１２１と電極パッドＰとの間で信号の送受信を確実に行うこ
とができ、信頼性の高い検査を実施することができる。また、プローブ１２１は、複数の
突起部１２１Ｂが電極パッドＰに突き刺さるだけで、削り取らないため、電極パッドＰへ
のダメージがない。この状態で信号の授受を完了すると、載置台１１が下降した後、載置
台１１がウエハＷのインデックス送りを行って、ウエハＷ内の全てのデバイスについて電
気的特性検査を行う。
【００３９】
　検査中にプローブ１２１の先端面に酸化膜Ｏの一部が付着して複数の突起部１２１Ｂの
谷間が金属酸化物によって埋められると、電極パッドＰとの接触抵抗が大きくなり、検査
の信頼性が低下する。この場合には研磨部材１５を用いてプローブ１２１を研磨する。
【００４０】
　それには、載置台１１に付設された研磨部材１５とプローブカード１２の複数のプロー
ブ１２１とのアライメントを行った後、図１に示すように載置台１１を介して研磨部材１
５と複数のプローブ１２１とを圧接させた後、載置台１１をＸ方向に移動させて、プロー
ブ１２１の先端面を研磨して金属酸化物を除去すると共に新たに筋状の溝部１２１Ａを形
成する。次いで、載置台１１を下降させて再度研磨部材１５と複数のプローブ１２１とを
圧接した後、Ｙ方向に移動させて、筋状の溝部１２１Ａと直交する溝部１２１Ａを形成す
る。これにより残余の部分で図４に示す四角錐状の突起部１２１Ｂがマトリックス状に配
列された状態で形成され、新たな突起部１２１Ｂへと更新される。更新された突起部１２
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１Ｂによって、プローブ１２１と電極パッドＰとの導通状態が回復し、信頼性の高い検査
を行えるようになる。
【００４１】
　以上説明したように本実施形態によれば、研磨部材１５は、上面に研磨面を有する基材
１５Ａからなり、研磨面は縦横に配列して形成された複数の四角錐形状の凸部１５Ｂから
なり、且つ、隣接する凸部１５Ｂが底辺の一つを共有するため、この研磨部材１５を用い
てプローブ１２１の先端面を研磨すると、プローブ１２１の先端面に研磨部材１５の凸部
１５Ｂと実質的に同一形態の突起部１２１Ｂを複数形成することができる。従って、プロ
ーブ１２１先端面の研磨状態を一定の形態に管理することができ、しかも研磨後にはプロ
ーブ１２１先端の複数の突起部１２１Ｂを介してウエハＷとの間に安定した導通を確保す
ることができる。
【００４２】
　また、本実施形態によれば、研磨部材１５の基材１５Ａは、プローブ１２１より硬い物
質によって形成されているため、研磨部材１５によってプローブ１２１の先端面を研磨す
る度にプローブ１２１の先端面に複数の突起部１２１Ｂを確実に形成することができる。
また、研磨部材１５の凸部１５Ｂはプローブ１２１の先端面に縦横に複数配置される大き
さであるため、研磨部材１５による研磨によりプローブ１２１の先端面に複数の突起部１
２１Ｂを確実に形成することができ、プローブ１２１先端の複数の突起部１２１Ｂを介し
てウエハＷとの導通が安定し、信頼性の高い検査を行うことができる。
【００４３】
　更に、研磨部材１５の凸部１５Ｂの高さは、プローブ１２が電気的に接触する電極パッ
ドＰの酸化膜Ｏの厚みを超え且つ電極パッドＰの厚みを超えない高さであるため、プロー
ブ１２１の先端面に形成された突起部１２１Ｂによって酸化膜Ｏを突き破って、電極パッ
ドＰを損傷させることなくプローブ１２１先端の複数の突起部１２１Ｂを介してウエハＷ
との導通を確実に取ることができる。
【００４４】
　また、本実施形態によれば、プローブカード１２は、プローブ１２１の先端面に上述し
た突起部１２１Ｂを複数有するため、複数の突起部１２１Ｂを電極パッドＰに押圧するだ
けでウエハＷとの導通を取ることができ、従来のように電極パッドＰを削り取ることがな
く電極パッドＰへのダメージを格段に軽減することができる。
【００４５】
　尚、本発明は上記各実施形態に何等制限されるものではなく、必要に応じて各構成要素
を適宜変更することができる。また、上記実施形態では、プローブ１２１の突起部１２１
Ｂは、研磨部材１５によって形成されたものについて説明したが、研磨部材以外のものに
よって形成されたものであっても良い。また、突起部１２１Ｂの形態が研磨部材によって
形成された四角錐状のものを縦横に配列されたものについて説明したが、研磨部材以外の
手段によって形成されたもので、四角錐以外の形態の突起部が配列されたものであっても
良い。この場合には突起部がプローブと別の材料によって形成されていても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、半導体ウエハ等の被検査体の電気的特性検査を行うプローブ装置に好適に利
用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明のプローブ装置の一実施形態を示す要部断面図である。
【図２】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ図１に示すプローブ装置に用いられる研磨部材を示す
図で、（ａ）はその斜視図、（ｂ）はその平面図である。
【図３】（ａ）は図２に示す研磨部材を用いてプローブの先端面を研磨する状態を示す側
面図、（ｂ）は研磨部材によって研磨されたプローブの先端部の要部を破断して示す側面
図である。
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【図４】図３の（ｂ）に示すプローブの先端面を示す平面図である。
【図５】図４に示すプローブとウエハの電極パッドとが電気的に接続された状態の一部を
破断して示す側面図である。
【図６】従来のプローブと電極パッドとが電気的に接続された状態の一部を破断して示す
側面図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１０　　プローブ装置
　１１　　載置台
　１２　　プローブカード
　１５　　研磨部材
　１５Ａ　基材
　１５Ｂ　凸部
１２１　　プローブ
１２１Ａ　溝部
１２１Ｂ　突起部

【図１】 【図２】
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